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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 PENGANTAR  

3.1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 

Dokumen ini menjelaskan secara ringkas terkait isi dokumen 

“Implementasi Flyback Converter sebagai Catu Daya Gate Driver Mosfet pada 

Buck Converter” . Dimana Pada dokumen C-300 digunakan untuk menjelaskan 

usulan proyek capstone yang berupa perancangan sistem yang akan diusulkan 

mulai dari penjabaran sistem level, desain rangkaian sistem, desain hardware 

dan desain software. 

3.1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN 

DOKUMEN 

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah: 

1. Memaparkan definisi Flyback Converter sebagai Catu Daya Gate Driver 

Mosfet pada Buck Converter 

2. Menjelaskan fungsi Flyback Converter sebagai Catu Daya Gate Driver 

Mosfet pada Buck Converter 

3. Menjabarkan spesifikasi Flyback Converter sebagai Catu Daya Gate Driver 

Mosfet pada Buck Converter 

3.2 PERANCANGAN SISTEM 

3.2.1 PENJABARAN SISTEM LEVEL  

Penjabaran sistem level menggunakan data flow diagram (DFD). 

Gambar DFD dari usulan ini berisi sistem diagram dari sistem level 0 hingga 

sistem level 2. 
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Gambar 3.1 DFD Sistem Leveling Keseluruhan 

3.2.2 DFD Level 0 

Pembahasan DFD level 0 dimulai dari supply 115 VAC sebagai supply 

dari prototype. Dari flyback sebelum supply masuk ke buck, terlebih dahulu 

masuk ke TLP350 untuk mengatur on/off gate driver mosfet pada buck 

konverter, lalu masuk ke buck yang untuk mengubah tegangan sesuai dengan 

yang diinginkan, setelah itu ke ESP32 sebagai mikrokontoller dan lanjut 

ACS712 untuk sensor.  

 

Gambar 3.2 DFD Level 0 

3.2.3 DFD Flyback Level 1 

Pembahasan DFD Flyback level 1 digunakan untuk memasok daya atau 

sebagai catu daya yang mensuplai tenaga listrik menuju ke IC UC3845, yang 

digunakan dalam desain regulator switching untuk mengatur dan 

mengendalikan sirkuit daya. 
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Gambar 3.3 DFD Flyback Level 1 

3.2.4 DFD Flyback Level 2 

Pembahasan DFD Flyback level 2 yaitu dari transformator yang 

digunakan meningkatkan tegangan dari tingkat rendah ke tingkat tinggi (step 

up), dan mengurangkan tegangan dari tingkat tinggi ke tingkat rendah (step 

down). Lalu tegangan masuk ke Buck konverter. 

 

Gambar 3.4 DFD Flyback Level 2 

3.2.5 DFD Buck Level 1 

Pembahasan DFD Buck Level 1 disini dari catu daya flyback tegangan 

masuk ke GATE DRIVER MOSFET,yakni setelah suplai masuk dan sudah 

mencukupi untuk trigger GATE DRIVER MOSFET maka akan menyalakan 

sirkuit di buck konverter. 

 

Gambar 3.5 DFD Buck Level 1 

3.2.6 DFD ESP32 Level 1 

Pembahasan DFD ESP32 Level 1 disini dari catu daya flyback tegangan 

masuk ke beban (micro),yakni setelah suplai masuk ke beban akan 
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menampilkan jumlah beban yang diinginkan dan jika beban belum memenuhi 

dari yang diinginkan maka akan di looping/feedback. 

 

Gambar 3.6 DFD ESP32 Level 1 

3.2.7 DFD ESP32 Level 2 

Pembahasan DFD ESP32 Level 2 disini yaitu setelah beban yang 

diinginkan telah mencapai nilai outputan yang diinginkan maka akan terdeteksi 

ke sensor dan akan di upload menuju aplikasi online(blynk) agar bisa di 

monitoring lewat device apapun. 

 

Gambar 3.7 DFD ESP32 Level 2 

3.2.8 DFD ACS712 Level 1 

Pembahasan DFD ACS712 Level 1 disini yaitu mendeteksi arus dan 

tegangan dari sistem lalu akan dikirim ke esp32 agar bisa diupload menuju 

aplikasi online (blynk). 

 

Gambar 3.8 DFD ACS712 Level 1 

3.3 PENDAHULUAN METODE  

 Untuk mempermudah proses pembuatan prototype, proposal 

pengembangan prototype mencakup perancangan perangkat lunak dan 
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perangkat keras serta alat perangkat lunak. Dengan demikian, pembuataan 

prototype yang merujuk pada desain dalam dokumen ini mampu membantu 

pengusul untuk tetap melakukan proyek sesuai dengan tujuan awal dan 

fungsinya, meskipun mungkin ada beberapa perubahan. Ini mencakup 

penjelasan metode sistem yang paling utuh. Penjelasan-penjelasan tersebut 

diantaranya adalah deskripsi metode utama dan cara penentuan metode yang 

diusulkan. Di dalam bab ini, diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

sudah terbit pada jurnal, prosiding, buku, atau sumber yang terbukti secara 

sains lainnya. 

  

3.4 DESAIN SISTEM 

 Prototype Simulator Implementasi Flyback Converter sebagai Catu 

Daya Gate Driver Mosfet pada Buck Converter yaitu suatu prototype konverter 

DC-DC, Alat ini kegunaannya sebagai mengubah tegangan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

  

Gambar 3.9 Diagram Alir Proses Sistem. 

Keterangan: 

1. Sumber     : Digunakan untuk supply awal tegangan untuk 

menghidupkan alat  

2. Flyback Converter : Berfungsi untuk mengubah satu tingkat tegangan DC 

menjadi tingkat tegangan DC lainnya. Sistem ini menggunakan transformator untuk 
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menyimpan energi selama siklus kerja, kemudian melepaskan energi tersebut ke 

beban selama siklus non-kerja. 

3. TLP350   : TLP350 digunakan untuk mengisolasi sinyal digital 

antara dua sistem elektronik yang berbeda. Optokopler bekerja dengan cara 

mentransfer sinyal cahaya dari bagian input ke bagian output, tanpa adanya 

hubungan listrik langsung antara keduanya. Ini memberikan isolasi listrik yang 

berguna untuk melindungi perangkat sensitif dari tegangan atau gangguan yang 

tidak diinginkan. 

4. Buck Converter  : Disini merupakan jenis konverter DC-DC yang digunakan 

untuk step-down tegangan input menjadi tegangan output yang lebih rendah. 

5. ESP32   : ESP32 adalah mikrokontroler serbaguna yang 

dikembangkan oleh Espressif Systems. Ini menawarkan banyak fitur yang 

membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk IoT, 

perangkat wearable, pengendalian otomatisasi, dan banyak lagi. 

6. Driver Mosfet  : Driver Mosfet disini fungsi utama dari driver 

MOSFET adalah untuk memberikan sinyal kontrol yang sesuai untuk mengaktifkan 

dan menonaktifkan MOSFET secara efisien. 

7. Sensor ACS  : ACS disini berfungsi untuk sensing tegangan dan arus yang 

mengalir didalam sistem untuk monitoring hasil outputan..  

  

3.5 DESAIN HARDWARE  

Perancangan hardware ini dibuat sesederhana mungkin hal ini bermaksud 

agar perancangan yang dibuat bisa dengan mudah menyesuaikan untuk 

kebutuhan, dan mempermudah bagi pembaca jika ingin melanjutkan 

perancangan hardware. 

Selain spesifikasi komponen dan perangkat, dalam pembuatan prototype 

Flyback Converter sebagai Catu Daya Gate Driver Mosfet pada Buck 

Converter ini diperlukan nya beberapa material. Dan material-material inilah 

yang dapat menunjang dalam pembuatan sistem simulator ini dengan 
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mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, material yang 

diusulkan untuk pembuatan sistem simulator ini masih bersifat fleksibel. 

3.5.1 ESP32 

 

Gambar 3.10 ESP32 

 

ESP32 adalah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif 

Systems yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. ESP32 

mempunyai kemampuan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi, memungkinkan 

perangkat untuk mengakses internet, mengirim data ke server, menerima 

pembaruan firmware over-the-air, dan banyak lagi. 

Tabel 3.1 ESP32 

Categories Items Specifications 

 RF certification See certificates for ESP32-

WROOM-32 

Certification Wi-Fi certification Wi-Fi Alliance 

 Bluetooth 

certification 

BQB 

 Green certification RoHS/REACH 

Test Reliablity HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD 
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 Protocols 802.11 b/g/n (802.11n up to 150 

Mbps) 

Wi-Fi  
A-MPDU and A-MSDU 

aggregation and 0.4 μs guard 

interval 

support 

 
Center frequency 

range of operating 

channel 

2412 ~ 2484 MHz 

 Protocols Bluetooth v4.2 BR/EDR and 

Bluetooth LE specification 

Bluetooth  NZIF receiver with –97 dBm 

sensitivity 

 Radio Class-1, class-2 and class-3 

transmitter 

  AFH 

 Audio CVSD and SBC 

 Module interfaces 
SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, 

LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, 

pulse counter, GPIO, capacitive 

touch sensor, ADC, DAC, Two-

Wire Automotive Interface 

(TWAI®), compatible with 

ISO11898-1 (CAN Specification 

2.0) 

 Integrated crystal 40 MHz crystal 
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 Integrated SPI flash 4 MB 

Hardware Operating 

voltage/Power 

supply 

3.0 V ~ 3.6 V 

 Operating current Average: 80 mA 

 
Minimum current 

delivered by 

power supply 

500 mA 

 
Recommended 

operating ambient 

temperature range 

–40 °C ~ +85 °C 

 Package size 18 mm × 25.5 mm × 3.10 mm 

 Moisture sensitivity 

level (MSL) 

Level 3 

 

3.5.2 IC UC3845 

 

Gambar 3.11 UC3845 

IC UC3845 disini UC3845 digunakan dalam desain regulator switching 

untuk mengatur dan mengendalikan sirkuit daya. IC UC3845 sering 

digunakan dalam desain catu daya (power supply) switching, seperti catu 
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daya SMPS (Switched Mode Power Supply) yang banyak digunakan dalam 

peralatan elektronik. 

Tabel 3.2 IC UC3845 

Topology Boost, Buck, Buck boost, 

Flyback, Forward 

Control mode Peak current mode 

Duty cycle (max) (%) 50 

Features 
Adjustable switching frequency, 

Current limiting, Dead time 

control, Error amplifier, Multi-

topology 

UVLO thresholds on/off (V) 8.4/7.6 

Operating temperature range (°C) 0 - 70 

Gate drive (typ) (A) 1 

Vin (max) (V) 28 

 

3.5.3 Sensor ACS712 

 

Gambar 3.12 ACS712 

ACS712 merupakan sebuah sensor arus yang biasa digunakan untuk 

mengukur arus listrik dalam berbagai aplikasi. Sensor ini dapat mendeteksi 
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arus DC maupun arus AC dengan rentang arus tertentu, tergantung pada 

modelnya. Sensor ini dapat berfungsi untuk mengukur arus yang mengalir pada 

suatu rangkaian. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan 

mengontrol arus listrik dalam suatu sistem. 

  Tabel 3.3 ACS712 

Characteristic Symbol Notes Rating Units 

Supply Voltage Vcc  5 V 

Reverse Supply 

Voltage 

Vrcc  -0.1 V 

Output Voltage Viout  5 V 

Reverse Output 

Voltage 

Vriout  -0.1 V 

Output Current 

Source 

Iiout(source)  3 mA 

Output Current Sink Iiout(sink)  10 mA 

Overcurrent Transient 

Tolerance 

Ip 1 pulse, 100 ms 100 A 

Nominal Operating 

Ambient Temperature 

Ta Range E -40 to 

55 

°C  

 

Maximum Junction 

Temperature 

Tj(max)  165 °C 

Storage Temperature Tstg  -65to 

170 

°C 

Dielectric Strength Viso Agency type-tested 2100 VAC 
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Test Voltage for 60 sec per UL 

standard 60950-1, 

1st Edition 

Working Voltage for 

Basic Isolation  

Vwfsi For basic (single) 

isolation per UL 

standard 60950-1, 

1st Edition. 

345 VDC 

Working Voltage for 

Reinforced Isolation 

Vwfri For reinforced 

(double) isolation 

per UL standard 

60950-1, 1st 

Edition 

184 VDC 

 

 

 

3.5.4  TLP350 

 

Gambar 3.13 TLP350 

TLP350 digunakan untuk mengisolasi sinyal digital antara dua sistem 

elektronik yang berbeda. Optokopler bekerja dengan cara mentransfer sinyal 

cahaya dari bagian input ke bagian output, tanpa adanya hubungan listrik 

langsung antara keduanya. Ini memberikan isolasi listrik yang berguna untuk 

melindungi perangkat sensitif dari tegangan atau gangguan yang tidak 

diinginkan. 
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Tabel 3.4 TLP350 

Characteristic Symbol Rating Unit 

Forward current IF 20 mA 

Forward current 

derating 
 

-0.54 mA/°C 

Peak transient 

forward current  

IFP 1 A 

Reverse voltage VR  5 V 

Junction 

temperatura 

Tj 125 °C 

“H”peak output 

current  

IOPH -2.0 A 

“L” peak output 

current 

IOPL 2.0 A 

Output voltage VO 35 V 

Supply voltage VCC 35 V 

Junction 

temperature 

Tj 125 °C 

Operating 

frequency 

F  kHz 

Storage 

temperatura range 

Tstg -55 to 125 °C 

Operating Topr -40 to 100 °C 
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temperatura range 

Lead soldering 

temperature (10s) 

Tsol 260 °C 

Isolating voltage 

(AC, 1 min, R, H. 

60%) 

BVs 3750 Vrms 

3.5.5 IRF540 

 

Gambar 3.14 IRF540 

IRF540 bekerja sebagai sakelar elektronik yang dapat diaktifkan atau 

dinonaktifkan dengan memberikan tegangan pada gate. Saat tegangan 

keluaran dari flyback converter pada gate sudah cukup, MOSFET akan 

diaktifkan dan akan menhidupkan buck converter. IRF540 adalah MOSFET 

tipe N-Channel banyak digunakan untuk berbagai aplikasi elektronik karena 

kemampuannya menangani arus besar dan memiliki resistansi on-state yang 

rendah. IRF540 adalah MOSFET serbaguna yang banyak digunakan dalam 

berbagai aplikasi elektronik yang memerlukan sakelar daya yang efisien dan 

andal.. 

Tabel 3.5 IRF540 

SYMBO

L 

PARAMETER CONDITIONS MIN

. 

TYP

. 

MAX

. 

UNI

T 

V(BR)DSS 

 

Drain-source 

breakdown 

voltage 

VGS = 0 V; Io = 

0,25 ma;  

T

100 

89 

- 

- 

- 

- 

V 

V 
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VGS(TO) 

 

 

RDS(ON) 

 

gfx 

 

IGSS 

 

 

IDSS 

 

Gate threshold 

voltage 

 

Drain-source 

on-state 

resistance 

Forward 

transconductanc

e 

Gate source 

leakage current 

V 

Zero gate 

voltage drain 

current 

j = -550C 

 

VDS= VOS;IO=1 

mA 

T

j = 1750C 

T

j = -550C 

VGS = 10V;I0=17 

A 

T

j = 1750C 

VDS = 25 V; I0 = 

17A 

GS = 20V;VOS 

= 0 V 

 

VDS = 

100V;VOS = 0 V 

 

 

VDS = 80V;VOS 

= 0 V; T = 1750C 

2 

1 

- 

- 

- 

8,7 

- 

 

- 

 

 

- 

3 

- 

- 

49 

132 

15,5 

10 

 

0,05 

 

 

- 

4 

- 

6 

77 

193 

- 

100 

 

10 

 

 

250 

V 

V 

V 

mΩ 

mΩ 

S 

nA 

 

µA 

 

 

µA 

Qg(tot) 

Qgx 

 

Qgd 

Total gate 

charge 

Gate-source 

charge 

Gate-drain 

(Miller) charge 

ID = 17 A; V00 = 

80 V;VOS = 10 V 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

65 

10 

 

29 

nC 

nC 

 

nC 

td on 

 

tr 

 

td off 

 

tf 

Turn-on delay 

time 

Turn-on rise 

time 

Turn-off delay 

time 

Turn-off fall 

time 

VDD = 50 V;R0 

= 2,2Ω;- 

VGS = 10 V; R0 

= 5,6 Ω 

Resistive load 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

8 

 

 

 

26 

 

24 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ns 

 

ns 

 

ns 

 

ns 
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Ld 

 

Ld 

 

 

Ld 

Internal drain 

inductance 

Internal drain 

inductance 

 

Internal source 

inductance 

Measured tab to 

centre of die 

Measured from 

drain lead to 

centre of die 

(SOT7S package 

only) 

Measured from 

source lead to 

source bond pad 

- 

 

- 

 

 

- 

3,5 

 

4,5 

 

 

7,5 

- 

 

- 

 

 

- 

nH 

 

nH 

 

 

nH 

Cixx 

 

Coxx 

 

Cfxx 

Input 

capacitance 

Output 

capacitance 

Feedback 

capacitance 

VGS = 0 V; VOS 

= 25 V; f = 1 

MHz 

- 

 

- 

 

- 

890 

 

139 

 

83 

1187 

 

167 

 

109 

pF 

 

pF 

 

pF 
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3.6 RANGKAIAN ELEKTRONIKA 

 

Gambar 3.15 Simulasi Flyback Converter 

 

 

Gambar 3.16 Simulasi Buck Converter 
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Gambar 3.17 Flowchart Sistem 
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3.7 DESAIN SOFTWARE 

1. Pada desain software dalam percobaannya menggunakan software yaitu 

software PSIM 

 

Gambar 3.18 Logo Software PSIM  

 

 

Gambar 3.19 Tampilan Main Display Software PSIM 

 

 Pembuatan simulasi dari prototype Flyback sebagai Catu Daya Gate Driver 

Mosfet pada Buck Converter dibuat dengan menggunakan software PSIM. 
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2. Pada desain schematic menggunakan software EasyEDA 

 

Gambar 3.20 Logo software EasyEDA 

 

 

Gambar 3.21 Tampilan Main Display Software EasyEDA 

 

Pembuatan schematic dari prototype Flyback sebagai Catu Daya Gate Driver 

Mosfet pada Buck Converter dibuat dengan menggunakan software EasyEDA.
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3. Pada desain software dalam percobaannya menggunakan software yaitu 

software Proteus 

 

Gambar 3.22 Software Proteus  

 

Gambar 3.23 Tampilan Main Display Software Proteus
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4. desain software dalam percobaannya menggunakan software yaitu 

software Blynk. 

 

 

 

Gambar 3.24 Logo Software Blynk 
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Gambar 3.25 Tampilan Blank Display Software Blynk 


